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EINLEITUNG
Seit Jahren ist der Bewuchs mit Algen und 
Pilzen auf Außenfassaden zu beobachten. 
Die Ursachen hierfür sind vielfach wissen-
schaftlich untersucht worden [1–3]. Durch 
den Einsatz von Wärmedämmverbundsys-
temen (WDVS) mit dünnschichtigen Putz-
systemen sinkt die Wärmespeicherkapazität 
der Fassadenoberfläche, weshalb es durch 
nächtliche Abstrahlung vermehrt zu Tau-
wasserbildung an der Oberfläche kommt. 
Dies ist eine wichtige Grundlage für mikro-
biologischen Bewuchs. Im Bereich der For-
schung gibt es verschiedenste Ansätze, um 
die Bildung von Tauwasser auf der Ober-
fläche zu reduzieren. Auch der Einsatz von 
Latentwärmespeichermaterialien (PCM) zur 
Tauwasservermeidung wurde bereits ver-
öffentlicht [3, 4]. Das PCM-Material soll be-
wirken, dass die durch nächtliche Abstrah-
lung bewirkte Temperaturabsenkung bis 
unter die Taupunkttemperatur und damit 
Tauwasseranfall vermieden wird. Im Rah-
men der hier dargestellten Ergebnisse soll 
der Einfluss eines neuartigen Einsatzes von 
PCM im Aufbau eines WDV-Systems mit 
Hilfe von hygrothermischen Berechnungen 
dargelegt werden. Betrachtet wird dabei 
immer der Zeitraum Anfang September bis 
Ende Oktober, da dies aufgrund der ver-
gleichsweise hohen relativen Außenluft-
feuchten der kritischste Zeitraum [3] für mi-
krobiellen Bewuchs ist.

AKTUELLER STANd 
Anhand von durchgeführten Freilandversu-
chen [4] und hygrothermischen Berechnun-
gen, bei denen verschiedene Putzvarianten 
mit PCM-Anteilen untersucht wurden, zeigt 
sich, dass der Effekt von PCM im Putz sehr 
stark abhängig ist von den Außenlufttem-
peraturverhältnissen und dem Wirkungsbe-
reich des PCMs. Mit Hilfe hygrothermischer 
Berechnungen mit der Simulationssoftware 
WUFI®-Pro wurde als Basis eine Nordwand 
angesetzt, die mit einem U-Wert von ca. 
0,25 W/m²K, einem WDVS aus 14 Zentime-
ter EPS-Dämmung der WLG 040 und einem 
mineralischen Außenputzsystem ausgeführt 
ist. Um den Einfluss der über die Jahre zum 
Teil deutlichen klimabedingten Unterschie-
de mit beurteilen zu können, werden real 
gemessene Klimadaten aus Holzkirchen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren an-
gesetzt. In Diagramm 1 auf Seite 2 ist die 
berechnete Reduktion der Betauungszeiten 
von 2002–2011 dargestellt. Zugrunde ge-
legt wurde dabei ein Dickputz mit 15 Mil-
limeter Armierungsputz und 2 Millimeter 
Deckputz bei einem Einsatz von 20 M-Pro-
zent PCM verschiedener Schmelzpunktbe-
reiche im Armierungsmörtel. Je nach PCM-
Variante kann es in einzelnen Herbstzeit-
räumen zu einer Reduzierung der Betau-
ungszeiten von 0 bis maximal 30 Prozent 
kommen, bezogen auf ein Standard-WDVS 
mit Dünnputz und ohne PCM. 
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NEUER ANSATz 
Die dargestellten bisherigen Ergebnisse 
zeigen, dass die Menge und der Schmelz-
bereich des eingesetzten Latentwärmespei-
chers erhöht werden muss. Da im Außen-
putz keine weiteren PCM-Mengen unter-
gebracht werden können, wird stattdessen 
zusätzlich eine ein Zentimeter dicke Ma-
terialschicht mit Latentwärmespeicherma-
terial zwischen dem Putzsystem und dem 
Dämmstoff eingebaut. Das PCM wird mit 
einem Schmelzbereich von 5 bis 15 °C und 
einer typischen Schmelzwärme von 140 kJ/
kg angesetzt. Zum Vergleich wird der Ein-
fluss eines Dickputzes (ohne PCM) ebenfalls 
berechnet und mit dargestellt. 

Die Verbesserung durch die PCM-Schicht 
liegt abhängig von den Außenklimabe-
dingungen bei immerhin 26–49 Prozent 
in Bezug auf einen Standardaufbau mit 
8 Millimeter Armierungsschicht. Bei einer 
Außenwand mit 15 Millimeter Armierungs-
putz ohne PCM liegt die Reduktion der Be-
tauungszeiten dagegen nur bei 3 bis 21 
Prozent.

In [3] wird dargelegt, dass eine Reduktion 
der Betauungszeiten um 20 bis 25 Prozent 
bereits die meisten Probleme hinsichtlich 
eines Bewuchses lösen wird. Diese Einschät-
zung ist darin begründet, dass sich auf den 
Ost- und Südorientierungen etwa 20 Pro-
zent niedrigere Betauungszeiten ergeben 
und dort deutlich seltener Bewuchs auftritt. 
Diese 20 Prozent werden durch den Einsatz 
der PCM-Schicht durchgängig – zum Teil  
signifikant – überschritten. 

Mikrobieller Bewuchs  

mit Algen und Schwärzepilzen  

an einer Fassade mit WDVS.Diagramm 1  Berechnete Reduktion der Betauungszeiten auf einer Nordfassade 
 beim Einsatz verschiedener Putzvarianten mit 20 M-% PCM (aus [4]). 
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Diagramm 2  Berechnete Reduktion der Betauungszeiten auf einer Nordfassade beim Einsatz 
 einer zusätzlichen PCM-Materialschicht zwischen Putzsystem und Dämmmaterial.

     ohne PCM-15-mm-Armierung
     mit PCM-Schicht (1 cm) 5–15 °C


